标题：以精密互联技术，驱动俄罗斯电子产业升级

摘要： 针对俄罗斯市场对电子设备的高可靠性需求，Hongze Electronics 重点推介其多层板盲埋孔及高频材料混压技术。通过制程能力创新，为工控及特殊装备提供更优的国产化替代方案 。

正文：

随着俄罗斯工业自动化及信息技术本土化进程的加速，高密度互连（HDI）及多层PCB的需求日益增长 。Hongze Electronics 在本届展会上重点展示了其在多层板领域的技术突破，包括任意层互联及高频材料混压工艺。

现场展示的PCB样板工艺精细，能够有效满足俄罗斯客户在航空航天、精密仪器及重型机械等严苛场景下的应用需求 。Hongze Electronics 的公司代表表示：“我们不仅提供标准的多层板，同时擅长根据客户的需求进行设计，确保信号在高速传输中的完整性。” 
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图片及说明：
    本次展出的高多层精密PCB样板，采用高品质低损耗材料。该产品通过优化叠层结构和严格控制蚀刻精度，保证了高频信号的稳定传输，适用于通信基础设施及高性能计算领域，体现了Hongze在多层板制程上的技术深度。
Задача: модернизация российской электронной промышленности с помощью точных взаимосвязанных технологий

Краткое изложение: 

в связи с высоким спросом на электронное оборудование на российском рынке Hongze Electronics уделяет особое внимание многослойным скрытым полям и технологии смешения высокочастотных материалов. Более благоприятные национальные альтернативы для контроля за производством и специального оборудования были предложены с помощью инноваций в области программного обеспечения.

Текст:

По мере ускорения процесса автоматизации российской промышленности и локализации информационных технологий, спрос на высокие плотности (HDI) и многослойный PCB растет. На этой выставке Hongze Electronics продемонстрировала свой технологический прорыв в многослойной области плат, в Том числе в различных слоях взаимосвязанной и высокочастотной технологии смешивания материалов.

Опытные образцы PCB, представленные на месте, имеют возможность эффективно удовлетворять потребности российских клиентов в применении суровых условий, таких как авиакосмические, точные инструменты и тяжёлая техника. Представители компании Hongze Electronics заявили: «мы не только предоставляем стандартные многослойные платы, но и умеем создавать их в соответствии с требованиями клиента для обеспечения целостности сигнала в высокоскоростной передаче».
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Фотография и описание:

Высоко многослойный шаблон PCB, представленный на этой выставке, использует высококачественный и малозатратный материал. Продукция обеспечивает стабильную передачу высокочастотных сигналов путем оптимизации слоистых структур и строгого контроля над гравюрами, применяя их к инфраструктуре связи и высокопроизводительной вычислительной области, что отображает техническую глубину Hongze в многослойном диапазоне.

Title: Leveraging Precision Interconnection Technology to Drive the Upgrading of Russia's Electronics Industry 

Abstract: 

In response to the high reliability requirements of the Russian market for electronic devices, Hongze Electronics has focused on promoting its multi-layer board blind-buried hole and high-frequency material hybrid-pressing technology. Through process capability innovation, it provides better domestic alternative solutions for industrial control and special equipment. 

With the acceleration of the localization process of industrial automation and information technology in Russia, the demand for high-density interconnection (HDI) and multi-layer PCBs is increasing day by day. Hongze Electronics showcased its technological breakthroughs in the field of multi-layer boards at this exhibition, including arbitrary layer interconnection and high-frequency material hybrid pressing technology.

The PCB sample displayed on-site was of high precision and could effectively meet the application requirements of Russian customers in harsh scenarios such as aerospace, precision instruments, and heavy machinery. The representative of Hongze Electronics stated: "We not only provide standard multi-layer boards, but also excel at designing according to customer needs to ensure the integrity of signals during high-speed transmission."
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Pictures and descriptions:

The high multi-layer precision PCB samples on display are made of high-quality low-loss materials. This product ensures stable transmission of high-frequency signals through optimizing the stack structure and strictly controlling the etching accuracy. It is suitable for communication infrastructure and high-performance computing fields, demonstrating Hongze's technical depth in multi-layer board manufacturing.

